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二、说明、目录、图表目录

      在中国集成电路产业的发展中，封装测试行业虽不像设计和芯片制造业的高速发展那样抢

眼，但也一直保持着稳定增长的势头。特别是近几年来随着国内本土封装测试企业的快速成

长以及国外半导体公司向国内大举转移封装测试能力，中国的集成电路封装测试行业更是充

满生机。2008-2016年，我国集成电路封装测试行业销售收入呈波动性增长，2016年行业销售

收入达到1564.3亿元，同比增长13.03%。  

      分析认为，未来先进封装市场成长依旧强劲，包含球门阵列封装（BGA）、芯片尺寸构装

（CSP，含leadframe-based）、覆晶封装，以及晶圆级封装（WLP）。这些封装形式在未来几

年皆将有强劲的单位成长率，而许多的传统封装技术则将呈现停滞或较慢成长。
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（5）企业营销网络分析

（6）企业技术水平分析

（7）企业核心竞争力分析

（8）企业发展优劣势分析

（9）企业最新发展动向

6.2.9 苏州晶方半导体科技股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

6.2.10 天水华天科技股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

6.2.11 南通富士通微电子股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析



（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业最新发展动向

6.2.12 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业目标市场分析

（4）企业技术水平分析

（5）企业发展优劣势分析

6.2.13 上海松下半导体有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营状况分析

（3）企业技术水平分析

（4）企业销售渠道分析

（5）企业发展优劣势分析

6.2.14 英特尔产品（成都）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业发展优劣势分析

6.2.15 星科金朋（上海）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业目标市场分析

（4）企业技术水平分析

（5）企业发展优劣势分析

6.2.16 英飞凌科技（无锡）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业目标市场分析



（4）企业技术水平分析

（5）企业发展优劣势分析

6.2.17 苏州固锝电子股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业偿债能力分析

（6）企业发展能力分析

（7）企业组织架构分析

（8）企业产品结构及新产品动向

（9）企业销售渠道与网络

（10）企业经营状况优劣势分析

6.2.18 威讯联合半导体（北京）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.19 瑞萨半导体（北京）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.20 颀中科技（苏州）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业组织架构分析

（4）企业产品结构及新产品动向

（5）企业销售渠道与网络

（6）企业经营状况优劣势分析



6.2.21 安靠封装测试（上海）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.22 矽品科技（苏州）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.23 晟碟半导体（上海）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.24 新义半导体（苏州）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.25 华润微电子有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业组织架构分析

（3）企业经营情况分析

（4）企业产品结构及新产品动向

（5）企业销售渠道与网络

（6）企业经营状况优劣势分析

（7）企业最新发展动向分析



6.2.26 智瑞达科技（苏州）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.27 大唐微电子技术有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

6.2.28 凤凰半导体通信（苏州）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

 

第7章：中国集成电路封装行业投资分析及建议

7.1 集成电路封装行业投资特性分析

7.1.1 集成电路封装行业进入壁垒

（1）技术壁垒

（2）渠道壁垒

（3）人才壁垒

（4）市场规模壁垒

（5）出口资质壁垒

7.1.2 集成电路封装行业盈利模式

7.1.3 集成电路封装行业盈利因素

7.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析

7.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况



7.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

7.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

（1）通富微电公司投资兼并与重组分析

（2）华天科技公司投资兼并与重组分析

（3）长电科技公司投资兼并与重组分析

7.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

7.3 集成电路封装行业投融资分析

7.3.1 产业基金对集成电路产业的扶持分析

（1）基金对集成电路产业的扶持情况

（2）电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

（3）大基金对集成电路产业的投资情况

（4）大基金对集成电路产业的投资建议

7.3.2 集成电路封装行业融资成本分析

7.3.3 半导体行业资本支出分析

7.4 集成电路封装行业投资建议

7.4.1 集成电路封装行业投资机会分析

7.4.2 集成电路封装行业投资风险分析

7.4.3 集成电路封装行业投资建议

（1）投资区域建议

（2）投资产品建议

（3）技术升级建议
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